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东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-010

投资者关系活

动类别

特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

现场参观

其他（请文字说明其他活动内容）

参与单位名称

及人员姓名

华创证券、华夏基金、中银基金、西部利得基金、淳厚基金、

长江养老、长盛基金、富安达基金、华西基金、百嘉基金、

宽源基金、财通基金、国泰海通资管、国信资管、首创资管、

红土创新、光大保德信、国任保险、和谐健康保险资管、建

信理财、陆家嘴信托、深圳市红筹投资、瓦洛兰投资、上海

水璞私募、晨曦投资、敦和资管、中信建投等 70位投资者

时间 2025年 11月 27日

2025年 11月 28日

地点 公司会议室、电话会议

上市公司接待

人员姓名

投关经理 江正才

投资者关系活

动主要内容介

绍

公司基本情况介绍：

江正才先生详细介绍了公司主营业务、技术优势和研发创新

情况。

公司与调研人员就以下问题进行了探讨：

1、面对下游需求的高端化趋势，公司认为自身的核心竞争

壁垒主要体现在哪些方面？



答：公司秉承着“卓越品质是价值与尊严的起点，满足客户

是创新与发展的源泉”的价值理念，始终将技术创新作为公

司可持续发展的基石。公司从创立之初就注重研发中心的建

设与完善，以共性技术研发为基础平台，结合创新型矩阵式

产品管理孵化体系，致力于把研发中心打造成产品孵化中

心。研发中心下设七大共性技术模块，包括软件工程、图像

工程、运动控制、机械工程、电气工程、CAE工程和系统集

成，以高技术产品和垄断型产品为公司研发方向，结合高效

的产品研发管理体系，将研发端、工艺端、产品端及市场端

进行有机结合，促进技术成果的应用转化，提高公司产品的

技术水平和竞争优势。

公司是国家级高新技术企业，荣获国家制造业单项冠军企

业、专精特新“小巨人”企业，公司的锡膏印刷设备技术能

力已达到或超越国际顶尖厂商水平，固晶设备在芯片小型化

趋势上设备效率及稳定性的具有竞争优势，点胶设备通过技

术的积累及产品的迭代升级，产品竞争力不断提升。

2、请简要介绍公司营业收入同比增长较快的原因

答：报告期内，公司营业收入实现增长，主要系锡膏印刷设

备验收金额同比增加所致。

近年，下游电子制造行业中电子装联设备需求主要受到以下

因素影响：

①人工智能投资规模扩大:2025 年全球 AI 基础设施投资加

速，带动 AI 服务器市场需求强劲增长，进而增加了对电子

装联设备的需求。

②消费电子需求回暖：IDC报告显示，2025年第三季度全球

智能手机出货量同比增长 2.6%，PC出货量同比增长 9.4%。

终端市场复苏拉动了 PCBA(印制电路板组装)中 SMT(表面

贴装技术)环节的设备投资。



③新能源车渗透率提升：汽车电子化趋势持续，促进了 SMT

设备采购。

3、锡膏印刷设备的市场占有率还有提升空间吗？

答：锡膏印刷设备属于SMT及COB产线的关键核心设备, 一

般用到 PCB、FPC和电子元器件的地方均会涉及，对产品的

良率有重大影响。PCB的应用领域伴随着工业领域自动化、

智能化需求的不断提升，公司的锡膏印刷设备下游扩展至

AI终端、汽车电子、AR/VR、智能穿戴、智能家居、安防等

新兴行业，需求总量增加。近年来我国电子装联设备国产替

代进口的进程不断加速，公司在锡膏印刷设备高端市场的占

有率有望持续提升。依托新加坡子公司 GKGASIA覆盖并由

其为海外客户提供技术支持与服务，子公司在马来西亚、越

南、印度、墨西哥等电子行业集中的境外市场区域设立了服

务网点，为海外客户提供优质服务。

4、公司境外业务增速亮眼，收入占比持续提升。在当前复

杂的国际经贸环境下，公司如何展望未来海外市场的增长潜

力？

答：公司自 2007 年开始关注海外市场，在全球七十多个国

家和地区注册了商标“GKG”，产品销往全球五十多个国家

与地区，公司品牌和市场地位具有国际影响力。公司目前已

构建覆盖全球的营销网络与技术支持服务体系，依托新加坡

子公司 GKGASIA为海外客户提供技术支持与服务，并在马

来西亚、越南、印度、墨西哥等电子行业集中的境外市场区

域设立了服务网点。未来公司还将继续加大海外市场的拓展

力度，为公司的业绩做出贡献。

5、公司的产品可以应用于 PCB 的哪些环节？

答：公司的锡膏印刷设备、点胶设备、柔性自动化设备可应

用于电子工业制造领域的电子装联环节，电子装联行业下游



应用极为广泛，一般用到 PCB、FPC和电子元器件的地方均

会涉及到电子装联。

锡膏印刷设备主要应用于 PCB（印制电路板）的 SMT及 COB

工艺中的印刷工序，通过将锡膏印刷至 PCB/基板上，进而实

现电子元器件/裸芯片与 PCB裸板/基板的固定粘合及电气信

号连接，属于 SMT及 COB工艺中的核心环节。

点胶设备主要应用于 PCB（印制电路板）的 SMT工艺中的

点胶工序，主要是通过将胶水喷射在 PCB板或者元器件上，

实现电子元器件与 PCB板的固定、粘合、包封及填充，具有

防水、防尘、散热、防震、保护等作用，为 SMT 的基础生

产工序之一，对产品的品质、寿命等具有重要影响。

附件清单（如

有）

无

日期 2025年 11月 28日


